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Introduction

1. 3-D integration

 3Dの可能性、必要性、現状

 Dream Chip Projectの状況

2. Global competition に勝つ！
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技術研究組合 超先端電子技術開発機構 (ASET)12月21日, 2011年

ドリームチップ技術推進委員会資料
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「ドリームチップ」プロジェクトの事業目的

応用システム例 (NEDO web siteから)

異機能を持つチップを積層することにより、新たな機能の発揮と飛躍的な性能向上を実
現する「立体構造新機能集積回路技術」を確立する

開発対象となる実証デバイス:
- 信号処理システム（メモリ＋ロジック）
- 画像処理システム（レンズ＋撮像素子＋データ処理素子）
- 多バンド通信用 RFシステム

３．研究開発目標
ベンチマーク

本日の報告会でこれまでの成果を発表



設計屋さんから3DやMtMを考える

1. Shuttle利用の研究が本格化

2. アプリも視野におく
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既に設計は始まっており、

2011年にはチップが出てくる。

Courtesy of Dr. K. Torki, CMP, France
http://indico.cern.ch/contributionDisplay.py?sessionId=9&contribId=170&confId=83060

Sorry for inconvenience.
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Courtesy of Dr. K. Torki, CMP, France
http://indico.cern.ch/contributionDisplay.py?sessionId=9&contribId=170&confId=83060

Sorry for inconvenience.



3D IC using shuttle service (1) 7

Fabrication is done using 130nm GlobalFoundries device 
technology and Tezzaron TSV and bonding technology. 
Packaging is done by Amkor.

Sorry for inconvenience.



3D IC using shuttle service (2) 8

Sorry for inconvenience.



3D IC using shuttle service (3)-1 9

Sorry for inconvenience.



3D IC using shuttle service (3)-2 10

Sorry for inconvenience.



A platform for disruptive innovation 11

Design-A

Design-Ｂ
Design-Ｃ

設計者は、チップの形で回路を受
け取る。
センサ、MEMS, フォトニクスなど
の機能をチップ上には形成でき
ない。（適当なプロセス装置を通
常は有していない）
これまで、CMOSの形成されたウ
エハは供給されなかった。他の設
計者の部分がマスキングされて
いないため。

Mas
kin

g

Design-A Design-B

Design-C

従来：チップ試作サービス 新ウエハシャトルサービス（東
工大とNTT-ATで推進）

 新規マスキング手法を開発し、ＣＭＯＳの形成
されたウエハを設計者に供給可能となった。
設計者Ａのウエハでは、他の設計者のエリア
はマスキングされている。

 センサ, MEMS、フォトニクスなどの異種な機
能をCMOSウエハ上に形成可能である。



ウエハシャトル詳細

6インチウエハで納入

ブラインド処理によりマスキング

0.35μmルール20Vの高耐圧MOS搭載

東工大にて申し込み窓口及び試作内容につ
いて相談実施。

ＰＤＫについては契約のもとＶＤＥＣより提供
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First wafer shuttle 

 Contributors
 More than 7 universities
 More than 9 research groups. 

More than 3 groups from Tokyo 
Tech.

 Fields
 Photonics
 MEMS
 RF MEMS
 Sensors (bio, Hall effect)

 Tape out in Sept, 2011.  Wafer 
was delivered in Dec. 2011

 Circuit designer provided IPs 
(IP/library bank for circuit 
designers)
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Sorry for inconvenience.



最終年度とこれから

ドリームチッププロジェクトは、成果を挙げている。
応用を見据えた成果も産まれている。

ただし、広く利用されるようにならなければ、真
の成功とは言えない。

単に、特定企業の中に囲い込むだけでは広く利
用されるとは思わないし、税金をつぎ込んだ意
味もない。

3D技術により、半導体プレーヤーが増えること

がもっとも大きなインパクトである。

成果を使い、我が国の産業活性化、技術力発展
へ多くの方々の知恵をより一層お願いします。
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Thank you!




